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Tehdashinta Monikerroksinen jäykkä joustava HDI PCB-piirilevy

PCB-tuotantoominaisuudet
Kerroslaskenta 1Layer-32Layer
Valmis kupari paksuus 1 / 3oz-12oz
Min Linjan leveys / välimatka sisäinen 3.0mil / 3.0mil
Min Line Leveys / Spacing Ulkoinen 4.0mil / 4.0mil
Max-kuvasuhde 10: 1
Paksuus 0,2 mm - 5.0mm
Max-paneelin koko (tuumaa) 635 * 1500mm
Pienin porausreiän koko 4mil
Rei'itetty reikä toleranssi +/- 3mil
BiD / Haudattu Vias (AII-tyypit) JOO
Täytä (johtava, ei-johtava) JOO
Pohjamateriaalia FR-4, FR-4HIGH TG.HALogen Free Materiaali, Rogers, Aluminium Base,Polyimidi, raskas kupari
Pinta päättyy HASL, OSP, ENIG, Hal-LF, LMMERSION SILVER,LMMERSION TIN, KULJETUKSET, Hiilimen muste

SMT Tuotantoominaisuudet
PCB-materiaali FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy, FPC
Max PCB koko 510x1500mm
Min PCB koko 50x50mm
PCB-paksuus 0,5mm - 4,5 mm
Paksuus 0,5-4mm
Min komponentit koko 0201
Standardi sirun kokoinen komponentti 0603 ja suurempi
Komponentti Max korkeus 15mm
Min Lead Pitch 0,3 mm
Min Bga Ball Pitch 0,4 mm
Sijoittelun tarkkuus +/- 0,03mm
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1. Miten O-johtava takaa laadun? Korkealaatuinen standardi saavutetaan seuraavalla tavalla.

1.1 Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.
1.2 Ohjelmiston laaja käyttö tuotantoprosessin hallinnassa
1.3 Testauslaitteet ja -työkalut. Esimerkiksi. Flying Probe, Röntgentarkastus, AOI (automaattinen optinen
tarkastaja) ja tieto- ja viestintätekniikka (piiri testaus).
1.4.ded laadunvarmistusryhmä vika tapausanalyysiprosessi
1.5.Kondilous henkilöstön koulutus ja koulutus

2. Miten O-johtava pitää hintasi kilpailukykyinen?
Viime vuosikymmenen aikana monien raaka-aineiden (esim. Kupari, kemikaalit) hinnat olivat
kaksinkertaistuneet, kolminkertaiset tai nelinkertaistuivat; Kiinan valuutta RMB oli arvostettu 31%
Yhdysvaltain dollareina; Ja työvoimakustannukset kasvoivat myös merkittävästi.
O-johtava on kuitenkin pitänyt hinnoittelumme tasaisesti. Tämä omistaa kokonaan innovaatioihimme
kustannusten vähentämisessä, jätteiden välttämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Hintamme ovat
erittäin kilpailukykyisiä teollisuudessa samalla laatutasolla.
Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuus on molempia osapuolia
hyödyttävä, jos voimme tarjota sinulle ANADEON-kustannuksia ja laatua.

3. Millaisia ​​levyt voivat O-johtava prosessi?
Yleiset FR4, korkean Tg- ja Halogeeniton levyt, Rogers, Arlon, Telfon, Alumiini / kuparipohjaiset levyt, PI
jne.

4. Mitä tietoja tarvitaan PCB & PCBA -tuotantoon?
4.1 BOM (Materiaalilaji), jossa on vertailusijoitukset: komponentti Kuvaus, valmistajan nimi ja osanumero.
4.2 PCB Gerber -tiedostot.
4.3 PCB-valmistus Piirustus ja PCBA-kokoonpano piirustus.
4.4 Testimenettelyt.
4.5 Kaikki mekaaniset rajoitukset, kuten kokoonpanokorkeusvaatimukset.

5. Mikä on tyypillinen prosessivirta monikerrokselle PCB?
Materiaalin leikkaus → Sisäinen kuivaa kalvo → Sisäinen syövytys → Sisäinen AOI → Multi-Bond →
Kerrospino ylös Painamalla → Poraus → PTH → Paneeli Plating → Ulkoinen kuiva kalvo → Kuviopinnoitus →
Ulkoinen etsaus → Outer AOI → Solder Mask → Komponenttikappale → Pinta-ala → Reititys → E / T →
Visuaalinen tarkastus.

6. Mikä on tärkeimmät laitteet HDI-valmistukseen?
Key Equipment -luettelo on seuraava: Laserporauskone, puristuskone, VCP-linja, automaattinen altiskone,
LDI ja jne. Laitteet ovat parhaita alan parhaita, laserporauskoneet ovat Mitsubishi ja Hitachi, LDI-koneet
ovat näytöstä (Japani), automaattinen paljastetaan koneet ovat myös Hitachi, ne kaikki tekevät voimme
vastata asiakkaan tekniset vaatimukset.

7. Kuinka monenlaista pintakäsittelyä O-johto voi tehdä?
O-johtajalla on koko sarja pinta viimeistelyä, kuten: ENIG, OSP, LF-HASL, kultapinnoitus (pehmeä / kova),
upotus hopea, tina, hopeointi, upotus tinapinnoitus, hiili muste ja jne. .. OSP, ENIG, OSP + ENIG tavallisesti
käytetään HDI, me yleensä suositeltavaa käyttää asiakkaan tai OSP OSP + ENIG jos BGA PAD on alle 0,3



mm.

8. Mikä on kyvyt FPC: lle? Voiko O-johtava tarjota SMT-palvelua myös?
O-johtava voi valmistaa FPC: n yksittäiskerroksesta 8: een, työpaneelin koko voi olla yhtä suuri kuin
2000mm * 240mm, katso yksityiskohtia sivulla "Flex Cability". Tarjoamme myös SMT: n yhden luukun
palvelua asiakkaalle.

9. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat PCB: n hintaan?
Materiaali;
Pinnan viimeistely;
Teknologian vaikeus;
Eri laatukriteerit;
PCB-ominaisuudet;
Maksuehdot;
Eri valmistusmaita.

10. Mikä on PCB: n, PWB: n ja FPC: n määritelmä ja mikä ero on?
PCB on lyhyt painettu piirilevy;
PWB on lyhyt painettuun langankorttiin, sama merkitys kuin painettu piirilevy;
FPC on lyhyt joustavalle painetulle levylle.

11. Mitä tekijöitä olisi harkittava, kun valitset materiaalin PCB-alukselle?
Alla olisi harkittava tekijöitä, kun valitsemme PCB: n materiaalin:
Materiaalin TG-arvon tulisi olla suurempi kuin käyttölämpötila;
Matalalla CTE-materiaalilla on hyvä terminen stabiilisuus;
Hyvä lämpökestävyys Suorituskyky: Normaalisti PCB: t vaaditaan vastustamaan 250 ℃ vähintään 50-
kertaiseksi.
Hyvä tasainen; Sähköisten ominaisuuksien huomioon ottaen korkean taajuuden PCB: n vähäinen tappio /
korkea permittiivisyysmateriaali;
Polyimidin lasikuitualusta, jota käytetään joustavaan PCB: hen; Metallin ydintä käytetään, kun tuotteella on
tiukka lämmön vaatimus
Hävittäminen.

12. Mikä on O-johtavan jäykkä-flex-PCB: n ansioita?
O-johtajan jäykkä-flex PCB: llä on sekä FPC: n että PCB: n merkit, joten sitä voidaan käyttää joissakin
erikoistuotteissa. Jotkut osat ovat joustavia, kun taas toinen osa jäykkiä, se voi säästää tuotteen sisätilaa,
vähentää tuotteen tilavuutta ja parantaa suorituskykyä.


